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１．概要（Summary） 
ミリ波電極と光導波路を用いたデバイスを作製するとと

もに、それに必要な観測を行った。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 デュアルイオンビームスパッタ装置

（ハシノテック社製,10W-IBS）,白色干渉式三次元形状測

定器（ブルカーエイエックスエス社製,NT9100）,触針式表

面形状測定器（アルバック社製,Dektek8） 
【実験方法】 基板加熱をしながら Cr を約 50nm 積層し

た。スパッタは Ar 雰囲気、圧力 0.5 Pa、RF パワー 
100 W の条件で行った。作製したサンプルは以下の通

り： SiO2基板（2x5cm）、温度 室温 
 Cr 上に作製した白色干渉三次元形状測定器を用いて

作製したミリ波用金電極の表面形状測定を行った。さらに

触針式表面形状測定器により光導波路や電極膜厚を測

定した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Cr積層後Au 薄膜シード層をスパッタリング後金メッキ

により膜厚2µmまで増加した。Cr、金メッキした膜厚を表

面形状測定器により膜厚測定しその後金メッキした電極

表面を白色干渉式三次元形状測定器,触針式表面形状

測定器により Fig. 1 に示すように表面粗さ測定した。 

 
 
 
 
 

Fig. 1 Observation for the plated Au/Cr/Substrate 
using the white light interferometry method. 

金メッキした電極表面粗さの平均は 0.2µm 程度であり金

メッキのさらなる表面平滑化のために必要な今後の方針

を見出した。 
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